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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 按照顾客制板说明中指定位置添加快捷全套标记和周期；顾客制板说明中若未提供标记添加位置时，需要与顾客EQ确认。
2. 钻孔：
1) 无特殊要求的情况下,成品≤0.8mm的孔公差按：+0.08mm/-0.08mm；0.8mm＜成品≤1.6mm的孔公差按：+0.1mm/-0.1mm；成品＞1.6mm的孔公差按：+0.15mm/-0.15mm；压接孔公差按：+0.05mm/-0.05mm ;NPTH公差：+0.1/-0.05mm；铣槽孔公差：+/-0.1mm；
3. 表面工艺：
1) 无特殊要求的情况下,金手指：Ni：3-8um，Au：0.8-2.0um，倒角角度：45度，深度：1mm；
2) 无特殊要求的情况下,沉金：Ni：3-6um，Au：0.05-0.1um
4. 阻焊:
1) 无特殊要求的情况下,阻焊厚度：铜面上10-50um，拐角处：最小5um；
5. 外形、拼板:
1) 无特殊要求的情况下,外形公差+/-0.1mm；
2) 无特殊要求的情况下,如果客户ＳＰＥＣ里没有指示如何做工艺边，也没有特殊强调不要加邮票孔，或者只有桥连标识，请统一按桥连+邮票孔制作（如果客户ＧＥＲＢＥＲ里有工艺边信息，请按ＧＥＲＢＥＲ处理），邮票孔孔壁到导体距离大于20MIL，其他按如下图示（单位：mm）；顾客说明中的5.8.6即就是如下图示
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   邮票孔按客户以上要求做，不按NPTH孔+0.1/-0.05mm控制
3) 无特殊要求的情况下,V-CUT：角度30，深度：大于等于0.1mm；板厚1.5-1.6mm时，余厚按0.45+/-0.1mm；
4) 无特殊要求的情况下,反光点：焊盘1mm、阻焊开窗最大5MM;反光点中心距离板边5mm；
5) 无要求时，工艺边顶底各加3个反光点，工艺边上加3个定位孔，工艺边上需要铺平衡铜
6.二维码要求（顾客要求印二维码时，则按如下附件要求）：
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7.光绘、贴片及叠层结构回传


顾客要求工程资料完成后，提供光绘文件、贴片文件及叠层结构，发到客户的邮箱workinggerber@bmk-electronics.de 

预审部分：
1. 其他：
1) 顾客要求EQ用纯英文，不得含中文；
2.验收标准：

   无要求时，按IPC-II级，对于顾客汽车电子产品，按IPC-III级即可。

3.叠层:

       层间半固化张数≥2张

4.板厚公差:

       无要求时，板厚公差+/-10%,当板厚小于1.0mm时，板厚公差按+/-0.1mm需要与顾客EQ确认。
5.阻焊：

       无要求时，用绿色哑光阻焊油墨，顾客可接受阻焊油墨如下(顾客说明文件中要求绿色，没有特别明确用亮光时，也用绿色哑光)：
	制造商
	系列

	Huntsman
	Probimer 77

	Taiyo
	PSR-4000或PSR-2000 MT

	Peters
	SD2469


CAM部分： 
1.叉板要求
打叉板：Set中unit数            允许打叉数
               1-2                       0

               3-5                       1

              6-10                       2

              ＞11                       3

   打叉板数不能超过交货数的20%；打叉板的反光点需要用黑色油性笔图黑

2.字符厚度：

    无要求时，字符厚度不超过30微米。
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